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AgCoat® Prime
完美的性价比

AgCoat® Prime是全球首款可真正替代金线的键合线，是存储器件领域的理想选择。AgCoat® Prime
是一款表面镀金的银线。凭借独特的结构设计，该产品有助于客户降低成本、减少人力，并且更好地
控制生产时间。

键合过程中实现无惰性气体保护下烧球（FAB）
与银合金线相比，使用寿命更长（60天）
提高第二焊点的作业性
与金线相比，提高了高温存储（HTS）和温度循
环（TC）的能力
利用客户现有生产设施，无需任何额外的固定
资产投资
可以使用现有的键合机
金属间化合物（IMC）的生长比金线缓慢
与金线的MTBA有可比性（最少4小时）

AgCoat® Prime 的主要优势
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金覆盖和低线弧键合引线 

金覆盖键合后的球 超低线弧高度不超过2.4mil，不会出
现颈部裂纹 

电阻率 熔断电流

优势/性能比较 金属间化合物生产
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